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本发明公开了一种单层膜结构的高稳定性

触摸屏制作方法，包括以下步骤：选取基板、基板

加工处理、金属网面制作、金属网面加工、电镀覆

膜、单层膜加工、基板二次处理、粘接柔性电路板

以及触摸屏组装，先选取合适基板并进行加工处

理，然后在基板表面涂抹含碳溶液获得含碳层，

将具有含碳层的基板进行镀铜处理获得金属网

面，再通过电镀覆膜将ITO导电薄膜组装到基板

表面，并对基板进行二次处理，利用氢氟酸混合

液对其进行减薄处理，获得减薄后的基板，接着

粘接柔性电路板并进行电测以及质检，最后与终

端产品模组组装，利用含碳层镀铜制取金属网

面，并配合单层ITO导电薄膜进行组装，利用CNC

机床对基板进行多次加工，使制得的触摸屏具有

更高的稳定性。
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1.一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：包括以下步骤：

S1：选取基板，为触摸屏选取适宜材质的基板；

S2：基板加工处理，使用CNC加工机床对基板进行裁切加工，并进行清洁；

S3：金属网面制作，在基板的一面涂上含碳溶液，静置后获得含碳层，再对含碳层按照

预定图形进行曝光显影，然后对含碳层进行镀铜处理，获得金属网面；

S4：金属网面加工，通过蚀刻技术对金属网面进行加工，成型导电线路，并在基板一端

形成电路接口端；

S5：电镀覆膜，电镀单层ITO导电薄膜直基板表面；

S6：单层膜加工，在ITO导电薄膜上制作电极图案；

S7：基板二次处理，先利用CNC加工机床对基板进行磨边加工，并对废料进行清洁，然后

利用氢氟酸工艺对基板进行蚀刻减薄处理；

S8；粘接柔性电路板，将柔性电路板粘接至基板的的电路接口端；

S9；触摸屏组装，将该单层膜结构触摸屏组装至终端产品模组内。

2.根据权利要求1所述的一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：所

述S1步骤中，选取的基板采用聚甲基丙烯酸甲酯材料制成。

3.根据权利要求1所述的一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：所

述S2步骤中，在裁切加工完成后，使用超声波清洗设备对基板表面进行清洁，去除碎屑。

4.根据权利要求1所述的一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：所

述S3步骤中，含碳溶液涂抹后，静置时间为30分钟，在对含碳层进行电镀处理时，应将基本

置于含有铜离子的溶液中进行电镀铜，从而制取金属网面。

5.根据权利要求1所述的一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：所

述S7步骤中，磨边加工后的基板，需再次利用超声波清洗设备对碎屑进行清洗，在氢氟酸工

艺的处理中，选用氢氟酸、硫酸、氯化钠的混合液体进行蚀刻处理，其中氢氟酸、硫酸、氯化

钠以及水的配比为6∶1∶2∶10，蚀刻减薄处理的时间控制在3至8分钟。

6.根据权利要求1所述的一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，其特征在于：所

述S8步骤中，在柔性电路板粘接完成后，需经过电测和质检等步骤来完成制程。
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一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及触摸屏领域，特别涉及一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法。

背景技术

[0002] 触摸屏是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，触摸屏作为一种最

新的电脑输入设备，它是简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的

面貌，是极富吸引力的全新多媒体交互设备，主要应用于公共信息的查询、工业控制、军事

指挥、电子游戏、多媒体教学等，常用的触摸屏采用ITO导电薄膜直接制作电极图案与导电

线路，不仅加工难度大，且稳定性不足，不利于触摸屏的长期使用。

发明内容

[0003] 本发明的主要目的在于提供一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，可以有

效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：

[0005] 一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，包括以下步骤：

[0006] S1：选取基板，为触摸屏选取适宜材质的基板；

[0007] S2：基板加工处理，使用CNC加工机床对基板进行裁切加工，并进行清洁；

[0008] S3：金属网面制作，在基板的一面涂上含碳溶液，静置后获得含碳层，再对含碳层

按照预定图形进行曝光显影，然后对含碳层进行镀铜处理，获得金属网面；

[0009] S4：金属网面加工，通过蚀刻技术对金属网面进行加工，成型导电线路，并在基板

一端形成电路接口端；

[0010] S5：电镀覆膜，电镀单层ITO导电薄膜直基板表面；

[0011] S6：单层膜加工，在ITO导电薄膜上制作电极图案；

[0012] S7：基板二次处理，先利用CNC加工机床对基板进行磨边加工，并对废料进行清洁，

然后利用氢氟酸工艺对基板进行蚀刻减薄处理；

[0013] S8；粘接柔性电路板，将柔性电路板粘接至基板的的电路接口端；

[0014] S9；触摸屏组装，将该单层膜结构触摸屏组装至终端产品模组内。

[0015] 优选的，所述S1步骤中，选取的基板采用聚甲基丙烯酸甲酯材料制成。

[0016] 优选的，所述S2步骤中，在裁切加工完成后，使用超声波清洗设备对基板表面进行

清洁，去除碎屑。

[0017] 优选的，所述S3步骤中，含碳溶液涂抹后，静置时间为30分钟，在对含碳层进行电

镀处理时，应将基本置于含有铜离子的溶液中进行电镀铜，从而制取金属网面。

[0018] 优选的，所述S7步骤中，磨边加工后的基板，需再次利用超声波清洗设备对碎屑进

行清洗，在氢氟酸工艺的处理中，选用氢氟酸、硫酸、氯化钠的混合液体进行蚀刻处理，其中

氢氟酸、硫酸、氯化钠以及水的配比为6∶1∶2∶10，蚀刻减薄处理的时间控制在3至8分钟。

[0019] 优选的，所述S8步骤中，在柔性电路板粘接完成后，需经过电测和质检等步骤来完
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成制程。

[0020] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0021] 通过选取聚甲基丙烯酸甲酯为原料制取基板，不易破碎且成本较低，通过在基板

一面涂抹含碳层，利用含碳层进行镀铜处理制取金属网面，降低成本，通过利用氢氟酸工艺

对基板进行蚀刻减薄处理，可有效降低基板的厚度，使其更加超薄，更加美观，通过利用超

声波清洗设备对加工后的基板进行清洗，使其更加整洁，便于后续组装。

附图说明

[0022] 图1为本发明一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法的制作流程图。

具体实施方式

[0023] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0024] 如图1所示，一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，包括以下步骤：

[0025] S1：选取基板，为触摸屏选取适宜材质的基板；

[0026] S2：基板加工处理，使用CNC加工机床对基板进行裁切加工，并进行清洁；

[0027] S3：金属网面制作，在基板的一面涂上含碳溶液，静置后获得含碳层，再对含碳层

按照预定图形进行曝光显影，然后对含碳层进行镀铜处理，获得金属网面；

[0028] S4：金属网面加工，通过蚀刻技术对金属网面进行加工，成型导电线路，并在基板

一端形成电路接口端；

[0029] S5：电镀覆膜，电镀单层ITO导电薄膜直基板表面；

[0030] S6：单层膜加工，在ITO导电薄膜上制作电极图案；

[0031] S7：基板二次处理，先利用CNC加工机床对基板进行磨边加工，并对废料进行清洁，

然后利用氢氟酸工艺对基板进行蚀刻减薄处理；

[0032] S8；粘接柔性电路板，将柔性电路板粘接至基板的的电路接口端；

[0033] S9；触摸屏组装，将该单层膜结构触摸屏组装至终端产品模组内。

[0034] S1步骤中，选取的基板采用聚甲基丙烯酸甲酯材料制成；S2步骤中，在裁切加工完

成后，使用超声波清洗设备对基板表面进行清洁，去除碎屑；S3步骤中，含碳溶液涂抹后，静

置时间为30分钟，在对含碳层进行电镀处理时，应将基本置于含有铜离子的溶液中进行电

镀铜，从而制取金属网面；S7步骤中，磨边加工后的基板，需再次利用超声波清洗设备对碎

屑进行清洗，在氢氟酸工艺的处理中，选用氢氟酸、硫酸、氯化钠的混合液体进行蚀刻处理，

其中氢氟酸、硫酸、氯化钠以及水的配比为6∶1∶2∶10，蚀刻减薄处理的时间控制在3至8分

钟；S8步骤中，在柔性电路板粘接完成后，需经过电测和质检等步骤来完成制程。

[0035] 需要说明的是，本发明为一种单层膜结构的高稳定性触摸屏制作方法，先为触摸

屏选取基板，采用聚甲基丙烯酸甲酯材料作为基板材料，然后对选取的基板进行第一次加

工处理，选用CNC加工机床对基板进行裁切处理，获得适宜大小的基板进行备用，并对加工

后的基板进行清洁，利用超声波清洗设备进行清洗处理，去除表面碎屑粉末，获得整洁的加

工后的基板，然后在基板表面涂抹含碳溶液，接着静置基板，静置时间为30分钟，使基板表

面产生含碳层，接着对含碳层进行按照预定的图形进行曝光显影，使其具有网面雏形，接着
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准备含有铜离子的溶液，并将具有含碳层的基板放置到溶液中进行电镀铜加工，从而获得

金属网面，接着需对金属网面进行加工，通过在金属网面上蚀刻加工而成型导电线路，并在

基板相连位置的一端形成电路接口端，以便后续组装，接着即可在基板表面组装ITO导电薄

膜，利用电镀将单层ITO导电薄膜安装到基板表面，然后对安装后的单层ITO导电薄膜进行

加工，在ITO导电薄膜上制作相应的电极图案，此时需对基板进行二次加工处理，再次使用

CNC加工机床，并对基板外圈进行磨边加工，使其光滑，并在磨边后再次使用超声波清洗设

备，取出基板外圈的粉末碎屑，然后需要对基板进行减薄处理，以降低基板的厚度，使整体

更加超薄，更加美观；选取足量的氢氟酸、硫酸、氯化钠以及水，并按照6∶1∶2∶10的比例取

量，然后将其混合搅拌，并在静置后获得相应的混合液，然后即可将混合液涂抹在基板光滑

的一面，对其进行蚀刻减薄处理，获得更加超薄美观的基板，下一步即可在基板上组装相应

的柔性电路板，将柔性电路板连接到基板的电路接口端，进行连接，并利用粘胶进行固定，

然后即可对组装后的基板进行质检，保障组装的稳定性，并进行后续电测，确保触摸屏的正

常运行，最后即可将基板与相应终端产品的模组进行组装，即可完成对整个触摸屏的安装，

通过选取聚甲基丙烯酸甲酯为原料制取基板，不易破碎且成本较低，在基板一面涂抹含碳

层并进行镀铜处理制取金属网面，降低了成本，利用氢氟酸工艺对基板进行蚀刻减薄处理，

可有效降低基板的厚度，使其更加超薄美观，便于后续组装，利用含碳层镀铜制取金属网

面，并配合单层ITO导电薄膜进行组装，利用CNC机床对基板进行多次加工，使制得的触摸屏

具有更高的稳定性。

[0036] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1
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